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(57)【要約】
　本発明は、視覚システムと、移動システムと、半田付
け対象の製品上の目標箇所上に物体を半田付けするため
に半田付けフラックスを加熱するためのレーザ源と、移
動システム上に取り付けられ、視覚システムの案内の下
で、物体を把持し、目標箇所上に正確に物体を載置する
ことができるグリッパと、移動システム上に取り付けら
れ、正確に配置された物体を製品に押し付けて製品上に
前記物体を半田付けする際に物体の位置を保持するため
に使用されるプレッサを備えるレーザ半田付けシステム
を開示する。プレッサは、物体の頂部を直接押圧するた
めの透明部材を有する。レーザ源からのレーザビームが
、透明部材を透過し、半田付けフラックスを加熱する。
ワイヤは、パッド上にしっかりとかつ確実に押圧され、
半田付け時にパッドにしっかりと接触することができる
。それにより、製品上に疑似半田接合が生じることを効
果的に防止し、半田付け品質を改善することができる。
【選択図】図３



(2) JP 2017-506582 A 2017.3.9

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　視覚システムと、
　移動システム（１０）と、
　半田付けフラックスを加熱して半田付け対象の製品（３０）上の目標箇所（２）上に物
体（１）を半田付けするように構成されたレーザ源（２０）と、
　前記移動システム（１０）上に取り付けられ、前記視覚システムの案内の下で、前記物
体（１）を把持し、前記目標箇所（２）上に正確に前記物体（１）を載置するように構成
されたグリッパ（２００）と、
　前記移動システム（１０）上に取り付けられ、前記正確に配置された物体（１）を前記
製品に押し付けて前記製品（３０）上に前記物体（１）を半田付けする際に前記物体（１
）の位置を保持するように構成されたプレッサ（１００）を備えるレーザ半田付けシステ
ムであって、
　前記プレッサ（１００）は、前記物体（１）の頂部を直接押圧するための透明部材（１
０１）を有し、
　前記レーザ源（２０）からのレーザビームが、前記透明部材（１０１）を透過して前記
半田付けフラックスを加熱するレーザ半田付けシステム。
【請求項２】
　前記物体（１）はワイヤであり、前記半田付け対象の製品（３０）は回路基板であり、
前記目標箇所（２）は、前記回路基板上のパッドである、
請求項１に記載のレーザ半田付けシステム。
【請求項３】
　前記ワイヤ（１）は、前記ワイヤの中心線を前記各パッド（２）の中心線と整列させる
ように前記グリッパ（２００）によって配置される、
請求項２に記載のレーザ半田付けシステム。
【請求項４】
　前記透明部材（１０１）は、前記プレッサ（１００）から突出し、前記ワイヤ（１）の
上面と一致し、前記上面に直接押圧される円弧状の凹み面を有する、
請求項２に記載のレーザ半田付けシステム。
【請求項５】
　前記透明部材（３０１）は、前記プレッサ（３００）に形成されたスロットに設けられ
、
　前記ワイヤ（１）は、前記スロットの対向する側壁（３０２）の間に配置され、前記透
明部材（３０１）は、前記ワイヤ（１）の前記頂部を直接押圧して前記回路基板に対して
押し付ける、
請求項２に記載のレーザ半田付けシステム。
【請求項６】
　前記スロットの前記側壁（３０２）は断熱材料からなり、現在半田付けされている１つ
のパッドから、前記１つのパッドに隣接する別のパッドへ熱が伝達されることを防止する
、
請求項５に記載のレーザ半田付けシステム。
【請求項７】
　前記ワイヤ（１）は、前記グリッパ（２００）によって前記ワイヤ（１）を正確に配置
する前に前記回路基板（３０）の前記夫々のパッド（２）上に予め配置される、
請求項２に記載のレーザ半田付けシステム。
【請求項８】
　前記半田付けフラックスは、前記製品（３０）上に予め印刷された導電性ペースト、前
記製品（３０）上に予め溶着又は融着された合金半田、又は半田付け時に前記製品（３０
）に当てられる溶接ワイヤである、
請求項１に記載のレーザ半田付けシステム。
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【請求項９】
　前記移動システム（１０）は多自由度ロボットである、
請求項１に記載のレーザ半田付けシステム。
【請求項１０】
　前記グリッパ（２００）および前記プレッサ（１００）は、いずれも、設置板（１２）
上に取り外し可能に取り付けられ、前記設置板（１２）は、前記ロボット（１０）の先端
アーム（１１）上に固定される、
請求項１に記載のレーザ半田付けシステム。
【請求項１１】
　前記透明部材（１０１，３０１）は弾性部材である、
請求項１に記載のレーザ半田付けシステム。
【請求項１２】
　当該レーザ半田付けシステムは、プログラムの制御の下で半田付け作業を自動的に行う
、
請求項１に記載のレーザ半田付けシステム。
【請求項１３】
　視覚システムと、
　移動システム（１０）と、
　半田付けフラックスを加熱して半田付け対象の製品（３０）上の目標箇所（２）上に物
体（１）を半田付けするように構成されたレーザ源（２０）と、
　前記移動システム（１０）上に取り付けられ、前記視覚システムの案内の下で、前記物
体（１）を把持し、前記目標箇所（２）上に正確に前記物体（１）を載置するように構成
されたグリッパ（４００）を備えるレーザ半田付けシステムであって、
　前記グリッパ（４００）は、前記正確に配置された物体（１）の頂部を前記製品に直接
押圧して前記製品（３０）上に前記物体（１）を半田付けする際に前記物体（１）の位置
を保持するように構成された透明部材（４０１）を備え、
　前記レーザ源（２０）からのレーザビームが、前記透明部材（４０１）を透過し、前記
半田付けフラックスを加熱するレーザ半田付けシステム。
【請求項１４】
　前記物体（１）はワイヤであり、前記半田付け対象の製品（３０）は回路基板であり、
前記目標箇所（２）は、前記回路基板上のパッドである、
請求項１３に記載のレーザ半田付けシステム。
【請求項１５】
　前記ワイヤ（１）は、前記ワイヤ（１）の中心線を前記各パッド（２）の中心線と整列
させるように前記グリッパ（４００）によって配置される、
請求項１４に記載のレーザ半田付けシステム。
【請求項１６】
　前記ワイヤ（１）は、前記グリッパ（４００）によって前記ワイヤ（１）を正確に配置
する前に前記回路基板（３０）の前記夫々のパッド（２）上に予め配置される、
請求項１４に記載のレーザ半田付けシステム。
【請求項１７】
　前記半田付けフラックスは、前記製品（３０）上に予め印刷された導電性ペースト、前
記製品（３０）上に予め溶着又は融着された合金半田、又は半田付け時に前記製品（３０
）に当てられる溶接ワイヤである、
請求項１３に記載のレーザ半田付けシステム。
【請求項１８】
　前記移動システム（１０）は多自由度ロボットである、
請求項１３に記載のレーザ半田付けシステム。
【請求項１９】
　前記グリッパ（４００）は、設置板（１２）上に取り外し可能に取り付けられ、前記設
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置板（１２）は、前記ロボット（１０）の先端アーム（１１）上に固定される、
請求項１３に記載のレーザ半田付けシステム。
【請求項２０】
　前記透明部材（４０１）は弾性部材である、
請求項１３に記載のレーザ半田付けシステム。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本出願は、中国知識産権局にて２０１４年２月１３日に出願された中国特許出願第２０
１４１００５１１３５．０号の利益を主張し、その全開示は、参照によって本明細書に援
用される。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、製品を自動的に半田付けするための半田付けシステムに関し、特に、回路基
板を自動的に半田付けするためのレーザ半田付けシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　先行技術では、複雑な製品を高精度で半田付けすることは、非常に難しい課題である。
現在、回路基板上の数百の小さなピン又はパッドにワイヤを半田付けするために、半田付
け作業者は、拡大鏡を使用しなければならない。しかしながら、拡大鏡を活用しても、半
田付け作業者は、複雑な回路基板製品を半田付けするのに多大な時間がかかり、場合によ
っては数日かかる。さらに、半田付け作業者は、高い精度で半田付けを行うことができな
い。
【０００４】
　先行技術におけるレーザ半田付けシステムでは、ワイヤは、一般的に、フィンガータイ
プのグリッパによって直接把持されて保持される。しかしながら、半田付け中は、フィン
ガータイプのグリッパは、ワイヤの両側を把持して保持することしかできず、回路基板に
対してワイヤの頂部から直接下方にワイヤを押圧することができない。それにより、ワイ
ヤは、回路基板上のパッドにしっかりとかつ確実に押圧されることができず、疑似半田接
合を生じ、製品の半田付け品質を低下する可能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上述の欠点の少なくとも一部を克服又は軽減するためになされたものである
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の目的によれば、製品上に疑似半田接合が生じることを効果的に防止することが
できるレーザ半田付けシステムが提供される。
【０００７】
　本発明の一態様によれば、視覚システムと、移動システムと、半田付けフラックスを加
熱して半田付け対象の製品上の目標箇所上に物体を半田付けするように構成されたレーザ
源と、前記移動システム上に取り付けられ、前記視覚システムの前記案内の下で、前記物
体を把持し、前記目標箇所上に正確に前記物体を載置するように構成されたグリッパと、
前記移動システム上に取り付けられ、前記正確に配置された物体を前記製品に押し付けて
、前記製品上に前記物体を半田付けする際に前記物体の前記位置を保持するように構成さ
れたプレッサを備えるレーザ半田付けシステムであって、前記プレッサは、前記物体の前
記頂部を直接押圧するための透明部材を有し、前記レーザ源からのレーザビームが、前記
透明部材を透過し、前記半田付けフラックスを加熱するレーザ半田付けシステムが提供さ
れる。
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【０００８】
　本発明の例示的実施形態によれば、前記物体はワイヤであり、前記半田付け対象の製品
は回路基板であり、前記目標箇所は、前記回路基板上のパッドである。
【０００９】
　本発明の他の例示的実施形態によれば、前記ワイヤは、前記ワイヤの中心線を前記夫々
のパッドの中心線と整列させるように前記グリッパによって配置される。
【００１０】
　本発明の他の例示的実施形態によれば、前記透明部材は、前記プレッサから突出し、前
記ワイヤ（１）の上面と一致し、前記上面に直接押圧される円弧状の凹み面を有する。
【００１１】
　本発明の他の例示的実施形態によれば、前記透明部材は、前記プレッサに形成されたス
ロットに設けられ、前記ワイヤは、前記スロットの対向する側壁の間に配置され、前記透
明部材は、前記ワイヤの前記頂部を直接押圧して前記回路基板に対して押し付ける。
【００１２】
　本発明の他の例示的実施形態によれば、前記スロットの前記側壁は断熱材料からなり、
現在半田付けされている１つのパッドから、前記１つのパッドに隣接する別のパッドへ熱
が伝達されることを防止する。
【００１３】
　本発明の他の例示的実施形態によれば、前記ワイヤは、前記グリッパによって前記ワイ
ヤを正確に配置する前に前記回路基板の前記夫々のパッド上に予め配置される。
【００１４】
　本発明の他の例示的実施形態によれば、前記半田付けフラックスは、前記製品上に予め
印刷された導電性ペースト、前記製品上に予め溶着又は融着された合金半田、又は半田付
け時に前記製品に当てられた溶接ワイヤである。
【００１５】
　本発明の他の例示的実施形態によれば、前記移動システムは多自由度ロボットである。
【００１６】
　本発明の他の例示的実施形態によれば、前記グリッパおよび前記プレッサは、いずれも
、設置板上に取り外し可能に取り付けられ、前記設置板は、前記ロボットの先端アーム上
に固定される。
【００１７】
　本発明の他の例示的実施形態によれば、前記透明部材は弾性部材である。
【００１８】
　本発明の他の例示的実施形態によれば、当該レーザ半田付けシステムは、プログラムの
前記制御の下で半田付け作業を自動的に行う。
【００１９】
　本発明の他の例示的実施形態によれば、視覚システムと、移動システムと、半田付けフ
ラックスを加熱して半田付け対象の製品上の目標箇所上に物体を半田付けするように構成
されたレーザ源と、前記移動システム上に取り付けられ、前記視覚システムの前記案内の
下で、前記物体を把持し、前記目標箇所上に正確に前記物体を載置するように構成された
グリッパを備えるレーザ半田付けシステムであって、前記グリッパは、前記正確に配置さ
れた物体の前記頂部を前記製品に直接押圧して前記製品上に前記物体を半田付けする際に
前記物体の前記位置を保持するように構成された透明部材を備え、前記レーザ源からのレ
ーザビームが、前記透明部材を透過し、前記半田付けフラックスを加熱するレーザ半田付
けシステムが提供される。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の上記の様々な実施形態に係るレーザ半田付けシステムでは、前記透明部材は、
前記ワイヤの前記頂部を直接押圧して、前記パッドに押し付ける。それにより、前記ワイ
ヤは、前記パッド上にしっかりとかつ確実に押圧され、半田付けの際に前記パッドにしっ
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かりと接触することができる。それにより、前記製品上に疑似半田接合が生じることを効
果的に防止することができ、半田付け品質を改善する。
【００２１】
　さらに、幾つかの実施形態では、当該レーザ半田付けシステムは、プログラムの制御の
下で半田付け作業を自動的に行い、複雑な製品を半田付けするための効率および精度を大
きく高める。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
　本発明の上記およびその他の特徴は、その実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明
されることによってより明らかになる。
【図１】本発明の第１の例示的実施形態に係るレーザ半田付けシステムの例示的な斜視図
である。
【図２】図１のレーザ半田付けシステムの例示的な局所的な拡大図である。
【図３】図１のレーザ半田付けシステムのプレッサの例示的な拡大図である。
【図４】図１のレーザ半田付けシステムのグリッパの例示的な拡大図である。
【図５】本発明の第２の例示的実施形態に係るレーザ半田付けシステムのプレッサの例示
的な拡大図である。
【図６】本発明の第３の例示的実施形態に係るレーザ半田付けシステムのグリッパの例示
的な拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本開示の例示的実施形態は、添付の図面を参照して詳細に以下に説明されるが、添付の
図面において、類似の参照番号は、類似の要素を指す。しかしながら、本開示は、様々な
形態で実施されることができ、本明細書で示される実施形態に制限されるものとみなされ
るべきではなく、むしろ、これらの実施形態は、本開示が、十分かつ完全なものになり、
当業者に本開示の概念を十分に伝えるように提供されるものである。
【００２４】
　以下の詳細な説明では、説明のために、開示の実施形態の十分な理解のために多くの具
体的な細部が示される。しかしながら、これらの具体的な細部を備えずに１つ以上の実施
形態が実施されることができることは明らかだろう。場合によっては、図面を簡素にする
ために、周知の構造およびデバイスが概略的に示されている。
【００２５】
　本発明の一般的な概念によれば、視覚システムと、移動システムと、半田付けフラック
スを加熱して半田付け対象の製品上の目標箇所上に物体を半田付けするように構成された
レーザ源と、前記移動システム上に取り付けられ、前記視覚システムの前記案内の下で、
前記物体を把持し、前記目標箇所上に正確に前記物体を載置する構成になっているグリッ
パと、前記移動システム上に取り付けられ、前記正確に配置された物体を前記製品に押し
付けて前記製品上に前記物体を半田付けする際に前記物体の前記位置を保持する構成にな
っているプレッサを備えるレーザ半田付けシステムが提供される。前記プレッサは、前記
物体の前記頂部を直接押圧するための透明部材を有する。前記レーザ源からのレーザビー
ムが、前記透明部材を透過して前記半田付けフラックスを加熱する。
【００２６】
　図１～図４は、本発明の第１の例示的実施形態に係るレーザ半田付けシステムを示す。
【００２７】
　図１～図４に示すように、このレーザ半田付けシステムは、主に、視覚システム（図示
せず）と、移動システム１０と、レーザ源２０と、グリッパ２００と、プレッサ１００と
を備える。
【００２８】
　一実施形態では、視覚システムは、少なくとも１つのカメラを備えることができる。レ
ーザ源２０は、半田付け対象の製品３０上の目標箇所２に物体１を半田付けするための半
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田フラックスを加熱するように構成されている。
【００２９】
　図４に示すように、グリッパ２００は、移動システム１０上に取り付けられ、視覚シス
テムの案内の下で、物体１を把持し、目標箇所２上に正確に物体１を載置する構造になっ
ている。
【００３０】
　プレッサ１００は、移動システム１０上に取り付けられ、製品３０上に物体１を半田付
けする際に物体１の位置を保持するように、正確に配置された物体１を押圧する構造にな
っている。
【００３１】
　図３に示すように、プレッサ１００は、製品３０に対して物体１の頂部を直接押圧する
ための透明部材１０１を有する。レーザ源２０から放射されたレーザビームは、半田付け
対象の製品３０上の各目標箇所２上に物体１を半田付けするために、透明部材１０１を透
過して半田フラックスを加熱する。
【００３２】
　本発明の例示的実施形態では、図１～図４に示すように、物体１はワイヤであり、半田
付け対象の製品３０は回路基板であり、目標箇所２は、回路基板上のパッドである。
【００３３】
　図示の実施形態では、グリッパ２００は、ワイヤ１の中心線を各パッド２の中心線と整
列させるように、視覚システムの案内の下で、物体１を把持し、目標箇所２上に正確に物
体１を載置するように構成されている。
【００３４】
　図３に示すように、透明部材１０１は、プレッサ１００から突出しており、ワイヤ１の
上面と一致し、その上面を直接押圧してパッド２に対して押し付ける円弧状の凹み面を有
する。
【００３５】
　本発明の例示的な一実施形態では、透明部材１０１は、弾性部材として形成されること
ができる。このようにして、透明部材１０１は、ワイヤ１を損傷から保護する。さらに、
弾性の透明部材１０１は、パッド２上にワイヤ１をより確実に保持することができる。
【００３６】
　本発明の例示的な一実施形態では、グリッパ２００によってワイヤ１を正確に配置する
前に、半田付け対象の複数のワイヤ１が、例えば、手または機械で、回路基板３０の夫々
のパッド２上に予め配置されている。
【００３７】
　本発明の例示的な一実施形態では、半田付けフラックスは、製品３０上に予め印刷され
た導電性ペースト、製品３０上に予め溶着又は融着された合金半田、又は半田付け時に製
品３０に当てる溶接ワイヤであってもよい。
【００３８】
　本発明の例示的な一実施形態では、移動システム１０は、多自由度ロボット、例えば、
６自由度ロボットであってもよい。
【００３９】
　図２および図４に示すように、グリッパ２００およびプレッサ１００は、いずれも、設
置板１２上に取り外し可能に取り付けられており、設置板１２は、ロボット１０の先端ア
ーム１１上に固定されている。
【００４０】
　本発明の例示的な一実施形態では、レーザ半田付けシステムは、移動システム１０に予
め記憶されたプログラムの制御の下で複雑な製品に半田付け作業を自動的に行う。手で複
雑な製品を半田付けすることに比べ、複雑な製品を半田付けするための効率および精度が
大きく上昇する。
【００４１】
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　図５は、本発明の第２の例示的実施形態に係るレーザ半田付けシステムのプレッサの例
示的な拡大図である。
【００４２】
　図５に示すレーザ半田付けシステムは、プレッサの構成においてのみ、図１に示すレー
ザ半田付けシステムと異なる。それにより、以下、図５に示す第２の実施形態に係るレー
ザ半田付けシステムのプレッサのみを説明する。
【００４３】
　図５に示すように、透明部材３０１は、プレッサ３００に形成されたスロットに設けら
れている。ワイヤ１は、スロットの対向する側壁３０２の間に配置され、透明部材３０１
は、ワイヤ１の頂部を直接押して、製品３０、例えば、回路基板に対して押し付ける。
【００４４】
　本発明の例示的な一実施形態では、スロットの側壁３０２は断熱材料からなり、現在半
田付けされている１つのパッドから、そのパッドに隣接する他のパッドへ熱が伝わること
を防止する。このようにして、側壁３０２は、現在半田付けされているパッドに隣接する
他のパッド上の半田フラックスが、現在のパッドを半田付けしている際に発生する熱によ
って悪影響を受けることから保護することができる。
【００４５】
　図６は、本発明の第３の例示的実施形態に係るレーザ半田システムのグリッパの例示的
な拡大図である。
【００４６】
　図６に示す第３の実施形態に係るレーザ半田付けシステムでは、特に図１に示す第１の
実施形態に係るレーザ半田付けシステムにおいてワイヤを押圧するためのプレッサ１００
は省略されている。
【００４７】
　図６に示すように、グリッパ４００は、特別なプレッサを個別に設ける代わりに、透明
部材４０１と一体化されている。グリッパ４００が、視覚システムの案内の下で、物体１
を把持し、目標箇所２上に正確に物体１を載置する構成にした後、透明部材４０１は、製
品３０上に物体１を半田付けする際に物体１の位置を保持するために、製品３０、例えば
、回路基板に対して正確に配置された物体１の頂部を直接押圧する構成になっている。レ
ーザ源２０からのレーザビームは、透明部材４０１を透過し、半田付けフラックスを加熱
する。
【００４８】
　図６に示す第３の実施形態では、透明部材４０１は、グリッパ４００上に一体化されて
いるため、特にワイヤを押圧するためのプレッサは省略されており、レーザ半田付けシス
テムの構造を簡素化している。
【００４９】
　当業者には、上記実施形態は一例であって、制限的なものではないことが理解されるは
ずである。例えば、上記実施形態に対しては、当業者によって多くの変更がなされること
ができ、異なる実施形態において説明された様々な特徴は、構成又は原理において矛盾す
ることなく、互いに自由に組み合わせられ得る。
【００５０】
　一部の例示的な実施形態が示され、説明されたが、当業者には、これらの実施形態にお
いて、特許請求の範囲およびその均等物によってその範囲が定められる本開示の原理およ
び精神から逸脱することなく、様々な変更又は修正がなされ得ることが理解されるだろう
。
【００５１】
　本明細書にて使用されるように、単数形で記載され、語「ａ」や「ａｎ」（「１つの」
や「一」）で始まる要素は、特に明記されない限りは、複数の当該要素又はステップを排
除しないものと理解されるべきである。さらに、本発明の「一実施形態（ｏｎｅ　ｅｍｂ
ｏｄｉｍｅｎｔ）」との言及は、記載された特徴も組み込んだ更なる実施形態の存在を排
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除するものと解釈されることは意図していない。さらに、特に明記されない限り、ある性
質を有する１つの要素又は複数の要素を「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」又は「有す
る（ｈａｖｉｎｇ）」実施形態は、その性質を有しない更なる当該要素を含み得る。

【図１】 【図２】



(10) JP 2017-506582 A 2017.3.9

【図３】 【図４】
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